
	2010-2013年中国芯片设计行业动态分析与发展前景预测报告





[image: cover]








中国市场调研网


2010-2013年中国芯片设计行业动态分析与发展前景预测报告
www.20087.com
第1页　共2页


第2页　共2页
一、基本信息
	名称：
	2010-2013年中国芯片设计行业动态分析与发展前景预测报告

	报告编号：
	0320A52　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：8000 元　　纸介＋电子版：8200 元

	优惠价：
	电子版：7200 元　　纸介＋电子版：7500 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　芯片市场通常可以分为两类：一类是数字芯片，比如手机、电视以及消费电子的核心芯片；另一类是模拟芯片，比如电源管理芯片。对于前者，由于半导体工艺制程进入纳米级、数字设计电脑辅助软件先进等因素，市场较为成熟。而对于模拟电路，由于缺乏标准化开发工具，产业发展不如数字芯片成熟，这给企业提供了机会。
　　随着我国各类企业自主研发能力的逐步提高、规模生产能力不断扩大，目前国内研制的各类卡、读写机具等电子信息产品已占据了80％以上的市场份额，为金卡工程的建设和国家的信息化建设提供了有力的支撑。目前我国已经建立起从芯片设计和生产，模块与IC卡片制造，读写机具研制及应用软件开发、系统集成、整体解决方案提供和技术支持服务等完整的智能卡产业链。目前，我国自主设计的读写器品种丰富，覆盖了几乎所有的应用领域。无论是台式还是手持式，接触式还是非接触式，从产品的稳定性、可靠性以及外观、功能方面都有明显优势。国产IC卡芯片的设计、加工已初步形成规模，设计水平和加工工艺稳步提高。此外，IC卡芯片设计的发展还带动了国内集成电路设计业的发展，目前中国集成电路设计企业前十强中就有近半数依靠IC卡芯片成就了企业的发展。
　　受金融危机迅速蔓延的影响，2008年中国集成电路产多年来首次出现负增长的状况，全年产业销售额规模同比增幅由2007年的24.3%下滑到-0.4%，规模为1246.82亿元。集成电路产量则仍有小幅增长，规模为417.4亿块，同比增长2.4%。
　　图表 2004-2008年中国集成电路产业销售收入规模及增长
　　从2008年国内集成电路设计、芯片制造与封装测试三业的发展情况看，三业均不同程度受到市场低迷的影响，其中芯片制造业所受的影响最为明显。2008年全年国内芯片制造业规模增速由2007年的23%下降到-1.3%，各主要芯片制造企业均不同程度的出现产能闲置、业绩下滑的情况。
　　中国自主标准的建立与中国本土设计IC企业的发展相辅相成，在TD-SCDMA、WAPI、数字电视地面传输等标准的产业化过程为本土IC设计企业提供了巨大的发展机遇。如在TD-SCDMA领域有展讯、天基、安凯、重邮的TD手机基带芯片，鼎芯半导体得射频收发器。埃派克森微电子D/A转换器等。在WAPI领域，六合万通的WLAN芯片万通V号、华大电子的802.11b/a/g基带/MAC芯片等。此外，在数字电视方面，杭州国芯、深圳国微的数字电视信道解码芯片、深圳力合微电子的USB2.0数字电视控制芯片，以及北京海尔的卫星电视机顶盒芯片等一批产品已经实现了产业化。可以说，这些符合国内自主标准芯片产品的问世和产业化为国内集成电路设计业的发展注入了巨大的研发活力和发展动力。
　　《2010-2013年中国芯片设计行业动态分析与发展前景预测报告》详尽描述了中国芯片行业运行的环境，重点研究并预测了其下游行业发展以及对芯片需求变化的长期和短期趋势。针对当前行业发展面临的机遇与威胁，提出了我们对芯片行业发展的投资及战略建议。本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助汽车金融企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。我们的主要数据来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我中心经过市场调查和数据采集后，由专家小组历时一年时间精心制作而成。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！
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